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connection surface(s) of the chip{s), to produce an electrical unit consisting 



(57) Abstract: The invention relates to a method for 
producing a carrier strip comprising a large number 
of electrical units. Said carrier strip is designed for 
transponder production and the method comprises 
the following steps: provision of a large number 
of pre-fabricated chips (7)comprising at least one 
connection surface; provision of a carrier strip (11) 
for receiving said chips; feeding of the carrier strip to 
a chip positioning device, positioning of at least one 
chip on the carrier strip, provision of a metallized 
plastic film, or metallic film for configuring at least 
one contact element (18); feeding of the metallized 
plastic film, or metallic film to the carrier strip, 
connection of the metallized, or metallic film to the 
of chip and contact element. 



(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Herstellung eines Tragerbandes mit einer Vielzahl von elektrischen Einheiten, wobei das 
Tragerband fur die Transponderherstellung vorgesehen ist und das Verfahren die folgenden Schritte aufweist: Bereitstellen einer 
Vielzahl vorgefertigter Chips (7) mit zumindest einer Anschlussflache; Bereitstellen eines Tragerbandes (11) zur Aufnahme der 
Chips; Zufuhren des Tragerbandes zu einer Chipplatzierungseinrichtung, Platzierung von zumindest einem Chip auf das Trager- 
band, Bereitstellen einer metallisierten Kunststoff-Folie bzw. metallischen Folie zum Ausbilden von zumindest einem Kontaktele- 
ment (18); Zufuhren der metallisierten Kunststoff-Folie bzw. metallischen Folie zu dem Tragerband; Verbinden der metallisierten 
Kunststoff-Folie bzw. metallischen Folie mit der zumindest einen AnschluBflache des zumindest einen Chips zum Erstellen einer 
elektrischen Einheit aus Chip und Kontaktelement. 
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Verfahren zur Herstellung eines Tragerbandes mit einer Vielzahl von elek- 
trischen Einheiten, jeweils aufweisend einen Chip und Kontaktelemente 

Die vorliegende Erfmdung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines 
Tragerbandes mit einer Vielzahl von elektrischen Einheiten, jeweils aufweisend einen 
Chip und Kontaktelemente, gemafc dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 , sowie auf 
ein Tragerband zur Aufnahme der elektrischen Einheiten, gemafc dem Oberbegriff der 
Patentanspruche 16 und 17. 

Kontaktlose Chipkarten losen zunehmend kontaktbehaftete Chipkarten ab. Der Grund 
hierfur durfte insbesondere darin zu sehen sein, dass kontaktlose Chipkarten eine 
einfachere Handhabung gestatten, robuster ausgestaltet sind und somit eine geringere 
Storanfalligkeit aufweisen und eine Reihe interessanter neuer Moglichkeiten in der 
Anwendung bieten, da sie nicht in ein Lesegerat eingesteckt werden mussen. 

Kontaktlose Chipkarten weisen bekanntermafcen eine in die Chipkarte eingebrachte 
Leiterschleife Oder Antenne auf, mittels der der ebenfalls in die Chipkarte eingebrachte 
Chip mit der Aufienwelt kommunizieren kann. Hierzu muss wahrend der Herstellung 
der kontaktlosen Chipkarte die Leiterschleife mit den Kontakten des Chips bzw. des 
entsprechenden Moduls verbunden werden. Zur Erzielung dieser elektrischen 
Verbindung zwischen Leiterschleife und Chip wurden bereits mehrere Verfahren 
vorgeschlagen, wobei sich insbesondere die Verwendung eines Chipmoduls und eine 
Kontaktierung eines "nackten" Chips, d.h. des Chips selbst und nicht in Modulform, 
mittels "Flip-Chip"-ProzeG oder durch Drahtbonden durchgesetzt haben. 

Fig. 5 verdeutlicht das Prinzip, wie nach dem Stand der Technik ublicherweise eine 
elektrische Verbindung zwischen einem Chipmodul 1 und einer Leiterschleife 4 
hergestellt wird. 

Ein Chipmodul 1, in dessen Inneren sich ein nicht dargestellter Chip befindet, weist 
von auGen zugangliche Kontakte 2 auf, die beispielsweise mittels eines Lot-, Klebe- 
oder Drahtbondprozesses mit den eigentlichen Kontakten des Chips verbunden sind. 
Mit der Bezugsziffer 3 sind Kontaktanschlusse angedeutet, die uber einen elektrischen 
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Leiter 5 zu der auf einem Chipkartenkorper 6 aufgebrachten Leiterschleife 4 eine 
elektrische Verbindung herstellen. Urn letztendlich eine Kontaktierung zwischen der 
Leiterschleife 4 einerseits und dem Chip andererseits zu erreichen, mussen die 
Kontakte 2 mit den Kontaktanschlussen 3 elektrisch leitend verbunden werden. Hierzu 
wird das Modul 1 mittels eines Werkzeuges mit der kontaktbehafteten Seite auf die 
Kontaktanschiusse 3 aufgesetzt. 

Fig. 6 verdeutlicht eine andere Moglichkeit, die darin besteht, den nackten Chip 7 
mitteis Fiip-Chip-Verfahren auf die Kontaktanschiusse 3 aufzusetzen. Bei dieser 
Variante muss der Chip 7 mit seiner "aktiven Seite", d.h. der Seite, die die 
AnschlufSflachen 8 tragt, auf die Anschlusse 3 aufgesetzt werden. Hierzu ist ein 
"Flippen" des Chips 7 erforderlich, was ein zweifaches Greifen des Chips 7 vom 
Tragerband bzw. vom Wafer erforderlich macht. 

Fig. 7 verdeutlicht, wie nach dem Stand der Technik eine elektrische Verbindung 
zwischen einem Chip 7 und einer Leiterschleife 4 mittels Drahtbonden hergestellt 
werden kann. 

Urn in diesem Fall eine Kontaktierung zwischen der Leiterschleife 4 einerseits und 
dem Chip 7 andererseits zu erreichen, wird der Chip 7 auf den Chipkartenkorper 6 
aufgebracht, und die Kontakte 8 werden mittels Drahtbonden mit den 
Kontaktanschlussen 3 elektrisch leitend verbunden. Ersichtlicherweise muss der Chip 
7 bei dieser Losung nicht mehr geflippt werden. Allerdings bedingen die durch das 
Drahtbonden entstandenen Drahtverbindungen 9 eine grofcere Gesamtbauhohe der 
Chipkarte und mussen aufterdem durch eine solide Schutzschicht 10 geschutzt 
werden. 

Eine andere Art der Kontaktierung ist aus DE 196 09 636 C1 bekannt. Gemaft der dort 
angegebenen Losungsmoglichkeit wird ein Chipmodul derart in eine Aussparung des 
Chipkartenkorpers eingebracht, dass die auf der Oberflache des Moduls vorhandenen 
Kontakte bundig mit Leiterbahnen auf der Oberflache des Korpers abschlielien, 
sodass hierdurch eine Kontaktierung der Leiterschleife mit den Kontakten des Moduls 
erzielt werden kann. Nachteilig bei dieser Ausfuhrung ist, dass die Tiefe der 
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Aussparung auGerst genau bemessen sein muss, urn das plane Abschlieften der 
beiden Kontakte zu ermoglichen. 

Ausgehend von dem bekannten Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung 
die Aufgabe zugrunde, eine Moglichkeit zu schaffen, Kontakte zwischen einem Chip 
und der Antenne einer kontaktlosen Chipkarte einfacher und insbesondere schneller 
zu erstellen, wobei diese Kontakte eine hone elektrische und mechanische 
Zuverlassigkeit aufweisen sollen. 

Diese Aufgabe wird durch die Gegenstande der Patentanspruche 1,16 und 17 gelost. 

Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteranspruche. 

Insbesondere wird die Aufgabe der vorliegenden Erfindung durch ein Verfahren zur 
Herstellung eines Tragerbandes mit einer Vielzahl von elektrischen Einheiten, jeweils 
aufweisend einen Chip und Kontaktelemente, gelost, wobei die Kontaktelemente 
geeignet sind, direkt mit Kontaktanschlussen externer elektrischer Bauelemente 
elektrisch leitend verbunden zu werden, wobei die Verbindung der Kontaktelemente 
mit den Chips auf dem Tragerband und somit vor einer weiteren Verarbeitung der 
Chips erfolgt und die Kontaktelemente aus einer auf die Chips aufzubringenden 
metallisierten Kunststoff-Folie bzw. metallischen Folie bestehen. 

GemaB einem besonderen Aspekt der vorliegenden Erfindung werden elektrische 
Einheiten, jeweils aufweisend einen Chip und Kontaktelemente, auf einem Tragerband 
erstellt, wobei diese Einheiten dazu dienen, eine elektrische Verbindung zwischen 
dem nackten Chip und einer in einem Chipkartenkdrper vorhandenen Leiterschleife 
bzw. Antenne bereitzustellen. Die Kontaktelemente sind dabei vorzugsweise 
Anschlussfahnchen, die auf dem Tragerband unmittelbar mit den Anschlussflachen 
des Chips verbunden werden. Die vorzugsweise als Anschlussfahnchen ausgefuhrten 
Kontaktelemente haben Abmessungen, die eine problemlose Kontaktierung mit den 
Kontaktanschlussen von Leiterschleifen bzw. Antennen ermoglichen, wobei die 
Gesamtbauhohe der Chipkarte aufgrund der flach abstehenden Anschlussfahnchen 
hdchstens unwesentlich vergrdBert wird. Insbesondere konnen diese Kontaktelemente 



wo mnsbHb 



so lang ausgefuhrt werden, dass sie eine Verbindung des Chips mit 
Kontaktanschlussen ermoglichen, die auf der gegenuberliegenden Seite der 
Anschlussflachen des Chips liegen, wodurch, wie weiter oben beschrieben, das im 
Stand der Technik ubliche Umdrehen mittels Flip-Chip-Prozess vermieden wird. Die 
eigentliche Kontaktierung mit der Antenne kann aufcerst einfach und schnell erfolgen. 
Des weiteren weisen die Anschlussfahnchen ein hohe mechanische Zugbelastbarkeit 
und somit eine grofie Zuverlassigkeit auf, sodass ein Aufkleben der Chips auf den 
Chipkartenkorper unter Umstanden nicht mehr erforderlich ist, wodurch die 
Prozesszeiten durch ein Wegfallen der Verweilzeit beim Kleben stark verkurzt werden 
und sich eine Reduktion der Zugbelastungen auf den Chip selbst ergibt. 

Die eigentliche Form der Kontaktelemente ergibt sich mittels Ausschneiden dieser aus 
der aufgebrachten Kontaktfolie, wobei das Ausschneiden vorzugsweise mittels Laser 
erfolgt. Alternativ hierzu kann die aufgebrachte Folie bereits vorstrukturiert sein, so 
dass sich umfangreiche Schneideschritte einsparen lassen. Insbesondere kann die 
Folie bereits in Form eines Bandes mit der gewunschten Breite der 
Anschlussfahnchen ausgefuhrt sein. Des weiteren konnen die Anschlussfihnchen 
bzw. -drahte auch mittels Wirebonder an den Anschlussflachen der Chips angebracht 
werden. 

Neben den oben beschriebenen Vorteilen weist das angegebene Verfahren 
insbesondere den Vorteil auf, dass eine effiziente Erstellung von elektrischen 
Einheiten bereits auf dem Tragerband erfolgt und somit ein muhsames einzelnes 
Kontaktieren jedes individuellen Chips nicht mehr erforderlich ist. Vielmehr konnen 
quasi gleichzeitig mehrere Chips auf dem Tragerband kontaktiert werden und es kann 
sogar ein quasi gleichzeitiges Kontaktieren der Anschlussflachen einer Vielzahl von 
Chips mit einer uber die Chips auf dem Tragerband gelegten Folie erreicht werden. 

Die letztendlich erstellte elektrische Einheit ist aulierst robust, da die Kontaktelemente 
aufgrund ihrer Dimensionierung und der vorzugsweise in entsprechender Grdl3>e 
ausgefuhrten Anschlussflachen hohen Zugbelastungen standhalten, sodass die 
spatere Ummantelung des Chips eine weniger wichtige Rolle spielt. Insbesondere 
konnen sogenannte "Endlosbander" erstellt werden. Eine vorteilhafte Variante besteht 
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darin, die elektrischen Einheiten so auf das Tragerband aufzubringen, dass die 
Kontaktelemente orthogonal zu beiden Seiten des Tragerbandes abstehen. Dies fuhrt 
zu einer aufterst einfachen Handhabung beim Einbringen der Chips in den 
Kartenkorper, 

Des weiteren konnen die Kontaktelemente so mit den Anschlussflachen der Chips 
verbunden werden, dass sie parallel zur Oberflache des Tragerbandes veriaufen. 
Somit muss, beispielsweise bei Anbringen der Anschlussfahnchen bzw. -dr§hte mittels 
Wirebonder, dieser nicht orthogonal zur Tragerbandrichtung gefuhrt werden, da 
Bondrichtung und Tragerbandrichtung identisch sind. Somit konnen die Prozesszeiten 
beim Anbringen der Anschlussfahnchen bzw. -drahte wesentlich verkurzt werden, da 
sich ein Anhalten des Tragerbandes zum Anbringen der Anschlussfahnchen bzw. - 
drahte erubrigt. 

Ein wesentlicher Vorteil des "Endlosbandes" mit elektrischen Einheiten beruht darauf, 
dass das Endlosband mit den elektrischen Einheiten aufgerollt werden kann, wodurch 
sowohl die Lagerung der elektrischen Einheiten, als auch deren Transport vereinfacht 
wird. Des weiteren entstehen keine ESD (elektro-statische Entladung) bei der 
Herstellung der Chipkarten selbst. Urn solche Entladungen bei der Herstellung der 
elektrischen Einheiten auf dem Tragerband zu vermeiden, wird das Tragerband 
vorzugsweise geerdet. Insbesondere ist die Zufuhrung des Endlosbandes zur 
Chipplatzierung einfach uber ein Zahnrad zu bewerkstelligen. 

Bevorzugte Ausfuhrungen der vorliegenden Erfindung werden im folgenden unter 
Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen naher erlautert. Dabei zeigen die 
Zeichnungen im einzelnen: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein Tragerband zur Aufnahme von elektrischen Einheiten; 

Fig. 2 illustriert die einzelnen Verfahrensschritte zum Erstellen einer elektrischen 
Einheit auf einem Tragerband, gemafc einer bevorzugten Ausfuhrungsform; 
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Fig. 3a bis 3d schematische Draufsichten auf ein Tragerband, die vier beispielhaft 
angedeutete Moglichkeiten zur Ausbildung des Tragerbandes und vier beispielhaft 
angedeutete Moglichkeiten zur Ausbildung von elektrischen Einheiten illustrieren; 

Fig. 4 und 4a illustrieren die einzelnen Verfahrensschritte zum Erstellen einer 
elektrischen Einheit auf einem Tragerband, gemaB einer weiteren bevorzugten 
Ausfuhrungsform; 

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer Modulkontaktierung gema(3> dem Stand der 
Technik; 

Fig. 6 eine schematische Darstellung einer Chipkontaktierung gemaft dem Stand der 
Technik mittels Flip-Chip-Verfahren, und 

Fig. 7 eine schematische Darstellung einer Chipkontaktierung gemaft dem Stand der 
Technik mittels Drahtbondverfahren. 

In Fig. 1 ist eine Draufsicht auf ein Tragerband 1 1 zur Aufnahme von elektrischen 
Einheiten gezeigt. Der Pfeil 12 kennzeichnet die Zufuhrungsrichtung, gemaE der das 
Tragerband 1 1 zu einer Chipplatzierungseinrichtung (nicht gezeigt) transportiert wird. 
Vorzugsweise wird als Chipplatzierungseinrichtung eine sogenannte Pick+Place- 
Maschine oder eine sogenannte Die-Sorter-Maschine verwendet. 

Parallel zur Zufuhrungsrichtung 12 weist das Tragerband 11 entlang den Randern 
Perforierungen 13 auf, in die ein Zahnrad (nicht gezeigt) eingreifen kann zur 
Zufuhrung des Tragerbandes 11 zu der Chipplatzierungseinrichtung. Gemafc der 
dargestellten bevorzugten Ausfuhrungsform weist das Tragerband 11 an beiden 
Randern Perforierungen 13 auf, wobei beispielweise auch nur an einem der beiden 
Rander Perforierungen 13 angebracht sein konnen. Insbesondere ist es auch moglich, 
keine Perforierungen 13, sondern beispielsweise Verformungen anzubringen, die so 
ausgefuhrt sind, dass eine spezielle Fuhrungseinrichtung (nicht gezeigt) das 
Tragerband zu der Chipplatzierungseinrichtung zufuhren kann. Zentriert zwischen den 
Perforierungen 13 sind eine Vielzahl gleich grower und gleich beabstandeter 
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Aussparungen 14 vorgesehen, in die jeweils ein Chip platziert werden kann. Gem§E 
einer besonderen Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung sind die 
Aussparungen 14 als Durchbruche ausgebildet. Vorzugsweise ist das Tragerband 11 
auf der Oberseite metallisiert. 



Fig. 2 illustriert die einzelnen Verfahrensschritte zur Herstellung eines Tragerbandes 
11 mit einer Vielzahl von elektrischen Einheiten 17, jeweils aufweisend einen Chip 7" 
mit Anschlussflachen 8 und Kontaktelemente 16. Gemafi der in a) dargestellten, 
bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung, weist das Tragerband 1 1 
Durchbruche 14 auf. Weiterhin weist das Tragerband 11 auf seiner Unterseite ein 
dunnes, vorzugsweise doppelseitiges Klebeband 15 auf, das etwa mittig entlang dem 
Tragerband 11 aufgebracht ist und somit die Durchbruche 14 jeweils uberspannt. Dies 
ermogiicht eine Fixierung der Chips 7 innerhalb der Durchbruche 14, was anhand der 
Fig. 2 b) verdeutiicht ist. Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung eines 
doppelseitigen Klebebandes 1 5 zur Befestigung der Chips 7 besteht darin, dass die 
Chips 7 bei einer spateren Fixierung auf einer Chipkartenkorperschicht vorzugsweise 
aus dem Tragerband 1 1 mitsamt dem Klebeband 1 5 ausgestanzt werden konnen und 
das Klebeband 15 den Chip 7 automatisch auf der Chipkartenkorperschicht fixiert. 

Zur Herstellung der elektrischen Einheiten 17 auf dem Tragerband 11 wird dieses 
beispielsweise mittels eines nicht gezeigten Zahnrades, das in die Perforierungen 1 3 
eingreift, einer ebenfalls nicht gezeigten Chipplatzierungseinrichtung zugefuhrt. Die 
Chipplatzierungseinrichtung platziert jeweils einen Chip 7 in einem Durchbruch 14 des 
Tragerbandes 11. In einem weiteren Schritt wird vorzugsweise mittels einer 
Abrollvorrichtung (nicht gezeigt) eine metallisierte Kunststoff-Folie bzw. metallische 
Folie abgerollt. Besonders bevorzugterweise wird eine Aluminiumfolie Oder eine mit 
Aluminium kaschierte oder bedampfte Kunststoff-Folie verwendet. Aufcerdem kann die 
Metallisierung auf der Kunststoff-Folie strukturiert sein, urn hierdurch die Form der 
Kontaktelemente 16 bereits weitgehend vorzugeben und spatere Schneideschritte 
weitgehend zu vermeiden. Insbesondere kann die Folie die Form eines Bandes mit 
der gewunschten Breite aufweisen, wie in Fig. 2 c) und d) dargestellt, wodurch die 
Kontaktelemente 16 insbesondere als Anschlussfahnchen ausgefuhrt sein konnen. 
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Die Kontaktelemente 16 werden nun mit den Anschlussflachen 13 der einzelnen Chips 
7 verbunden, was durch Loten, Bonden oder Kleben vorzugsweise wahrend des 
Abroliens der Folie uber das Tragerband 1 1 erfolgen kann. Des weiteren konnen die 
Kontaktelemente 16 auch mittels eines Wirebonders in Form von Anschlussfahnchen 
bzw. -drahten hergestellt werden. 

GemaS einer weiteren Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung kann die 
metallisierte Kunststoff-Folie bzw. metallische Folie gleichzeitig uber mehrere Chips 7 
auf dem Tragerband 11 gelegt werden, sodass auch ein quasi gleichzeitiges 
Kontaktieren der Folie mit den Anschlussflachen 8 der Chips 7 ermoglicht wird. In 
diesem Fall wird die Folie mittels einer Trennvorrichtung (nicht gezeigt), z.B. mittels 
eines Lasers, in die einzelnen Kontaktelemente 16 aufgetrennt. Andere 
Ausfuhrungsformen sehen die Verbindung der Folie mit den Anschlussflachen 8 und 
die anschlieftende Trennung in die einzelnen Kontaktelemente 16 mittels einer 
einzigen Vorrichtung vor. Durch das Trennen der Folie in die einzelnen 
Kontaktelemente 16 entstehen elektrische Einheiten. Die derart entstandenen 
Einheiten, aufweisend jeweils einen Chip 7 mit angeschlossenen Kontaktelementen 
16, wie z.B. Anschlussfahnchen, weisen neben einer einfachen und insbesondere 
schnelien Herstellungsart den Vorteil auf, dass der Chip spater beim Einbringen in die 
Chipkarte nicht mehr gedreht, d.h. geflippt werden muss, da die Kontaktelemente 16 
eine Verbindung zwischen den obenliegenden Anschlussflachen 8 des nicht- 
gedrehten Chips 7 und den untenliegenden Kontaktanschlussen einer Leiterschleife 
bzw. Antenne ermoglichen. 

GemaO. einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung weisen die 
Kontaktelemente 16 an den Stellen, an denen bei der Entnahme der entsprechenden 
elekthschen Einheit 17 aus dem Tragerband 11 eine Trennung der Kontaktelemente 
16 erfolgen soli, beispielsweise zum Aufbringen auf eine Chipkartenkorperschicht, 
sogenannte Sollbruchstellen (nicht gezeigt) auf. Diese Sollbruchstellen konnen als 
kleine Perforierungen oder Verengungen ausgefuhrt sein. Des weiteren konnen die 
Kontaktelemente 16 an den Sollbruchstellen beispielsweise mittels eines Lasers 
"angeritzt" werden. Ein wesentlicher Vorteil des Anbringens von Sollbruchstellen 
besteht darin, dass zum einen die Entnahme der elekthschen Einheit 17, 
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vorzugsweise mittels Stanzen, erleichtert wird. Zum anderen kann somit vermieden 
werden, dass die Kontaktelemente 16 selbst bei der Trennung beschadigL werden, 
Oder das die elektrische Verbindung zwischen Kontaktelement 16 und 
Anschlussflache 8 beschadigt wird. 

Wie in den Fig. 3a bis 3d schematisch dargestellt ist, sind verschiedene 
Ausfuhrungsformen fur ein Tragerband 1 1 zur Aufnahme von elektrischen Einheiten 
17, jeweils aufweisend einen Chip 7 und Kontaktelemente 16 moglich, wobei die 
Figuren 3a bis 3d beispielhaft vier verschiedene Moglichkeiten illustrieren. 

Fig. 3a zeigt ein Tragerband 11, in dem* die Aussparungen 14 als Durchbruche 
ausgefuhrt sind. Des weiteren ist die Oberflache des Tragerbandes 11 metallisiert, 
sodass in diesem Fall eine Befestigung der Chips 7 durch die Kontaktelemente 16 
erfolgt, wobei die Kontaktelemente 16 mittels Loten, Bonden oder Kleben an den 
Stellen 18 mit dem Tragerband 11 verbunden werden. 

Fig. 3b zeigt ein Tragerband 11, das bereits in den Erlauterungen zu Fig. 2 
beschrieben wurde. In diesem Fall kann ebenfalls eine Befestigung der Chips 7 auf 
dem Tragerband 11 erfolgen, urn die Verbindung der Chips 7 mit dem Klebeband 15 
zu stabilisieren. 

Fig. 3c zeigt ein Tragerband 11, bei dem die Aussparungen 14 nicht als Durchbruche 
ausgefuhrt sind und somit steht eine Auflageflache 19 fur die Chips 7 zur Verfugung. 
Zur weiteren Fixierung der Chips 7 konnen die Kontaktelemente 16 wiederum mittels 
Loten, Bonden oder Kleben mit dem Tragerband 1 1 verbunden werden. Insbesondere 
kann die Auflageflache 19 eine Folie sein, die mit der Ruckseite des Tragerbandes 1 1 
verbunden ist, fur den Fall, dass ein Tragerband 1 1 verwendet wird, bei dem die 
Aussparungen 14 als Durchbruche ausgefuhrt sind. 

Fig. 3d zeigt ein Tragerband 11, das bereits in den Erlauterungen zu Fig. 3a 
beschrieben wurde. Zur weiteren Fixierung der Chips 7 konnen die Kontaktelemente 
16 wiederum mittels Loten, Bonden oder Kleben mit dem Tragerband 11 verbunden 
werden. Fur den Fall, dass die Oberflache des Tragerbandes 1 1 nicht metallisiert ist, 
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erfoigt eine Fixierung der Chips 7 auf dem Tragerband 1 1 durch die Kontaktelemente 
16 selbst, die die einzelnen Chips 7 miteinander verbinden. 

Die beispielhaft angedeuteten Moglichkeiten zur Ausbildung von elektrischen 
Einheiten sind bedingt durch die verschiedenen Anordnungsmdglichkeiten der 
Anschlussflachen 8 auf den Chips 7. Auch andere Anordnungen, wie beispielsweise 
ein diagonales Aufbringen der Kontaktelemente 8 auf einen Chip 7, dessen 
Anschlussflachen analog zu Fig. 3a ausgebildet sind, sind moglich. 

Die Fig. 4 und 4a illustrieren die einzelnen Verfahrensschritte zur Herstellung eines 
Tragerbandes 11 mit einer Vielzahl von elektrischen Einheiten 17, jeweils aufweisend 
einen Chip 7 mit Anschlussflachen 8 und Kontaktelemente 16, gemaG einer weiteren 
besonderen Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung. 

Fig. 4 zeigt die Unterseite eines Tragerbandes 11, wobei die Aussparungen 14 als 
Durchbruche ausgefuhrt sind und auf der Oberseite des Tragerbandes 11 eine 
metallisierte Kunststoff-Folie bzw. metaliische Folie 20 ausgebildet ist. GemifS Fig. 4 
b) werden die Chips 7 derart in die Aussparungen 14 eingebracht, dass die 
Anschlussflachen 8 die Folie 20 beruhren. Anschliefiend werden die Folie 20 und die 
Anschlussflachen 8 miteinander verbunden. 

Zum Ausbilden der Kontaktelemente 16 kann die Folie vorzugsweise entlang den 
Trennlinien 21 durchtrennt werden. 

In den obenstehend beschriebenen Ausfuhrungsformen kann das Erstellen der 
elektrischen Verbindung zwischen der Folie und den Anschlussflachen 8 der 
entsprechenden Chips 7 auf verschiedene Arten erfolgen. Moglichkeiten hierzu sind 
Druck, Temperatur, Ultraschall, Kleben, Lbten oder Schweifien. Ein Ausbilden 
einzelner Kontaktelemente 16 aus einer Folie kann jeweils vor, wahrend oder nach 
dem Erstellen dieser elektrischen Verbindung erfolgen, vorzugsweise mittels eines 
Lasers. 
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Ein prinzipieller Vorteil des Aneinanderreihens von elektrischen Einheiten/17 auf 
Tragerbander 11 ist, dass die weitere Verarbeitung dieser Einheiten 17 in einer guten 
Transportfahigkeit sowie in einer einfachen maschinellen Handhabung besteht. 
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Patentanspruche: 

1. Verfahren zur Herstellung eines Tragerbandes (11) mit einer Vieizahl von 
elektrischen Einheiten (17), wobei das Tragerband (1 1) fur die Transponderherstellung 
vorgesehen ist und das Verfahren die folgenden Schritte aufweist: 

Bereitstellen einer Vieizahl vorgefertigter Chips (7) mit zumindest einer 
Anschlussflache (8); 

Bereitstellen eines Tragerbandes (11) zur Aufnahme der Chips (7); 
Zufuhren des Tragerbandes (1 1 ) zu einer Chipplatzierungseinrichtung, 
Platzierung von zumindest einem Chip (7) auf das Tragerband (11), 
gekennzeichnet durch 

Bereitstellen einer metallisierten Kunststoff-Folie bzw. metallischen Folie zum 
Ausbilden von zumindest einem Kontaktelement (16); 

Zufuhren der metallisierten Kunststoff-Folie bzw. metallischen Folie zu dem 
Tragerband (11), 

Verbinden der metallisierten Kunststoff-Folie bzw. metallischen Folie mit der 
zumindest einen Anschlussflache (8) des zumindest einen Chips (7) zum Erstellen 
einer elektrischen Einheit (17) aus Chip (7) und Kontaktelement (16). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die auf die Chips (7) 
aufzubringende, metallisierte Kunststoff-Folie bzw. metallische Folie mit dem 
Tragerband (11) verbunden wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die auf die 
Chips (7) aufzubringende, metallisierte Kunststoff-Folie bzw. metallische Folie 
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strukturiert ist, urn dadurch die Form des zumindest einen Kontaktelements (16) 
vorzudefinieren. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
auf die Chips (7) aufzubringende, metallisierte Kunststoff-Folie bzw. metallische Foiie 
aus Aluminium, Gold Oder Kupfer ist. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
auf die Chips (7) aufzubringende, metallisierte Kunststoff-Folie bzw. metallische Folie 
mindestens die Breite der zumindest einen Anschlussflache (8) aufweist. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verbindung der Folie mit den einzelnen Chips (7) an mindestens zwei 
Anschlussflachen (8) jedes einzelnen Chips (7) erfolgt. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung der 
Folie mit den einzelnen Chips (7) an zwei Anschlussflachen (8) jedes einzelnen Chips 
(7) erfolgt und die zwei Anschlussflachen (8) jeweils in gleichem Abstand zu einer 
Seite des jeweiligen Chips (7) angeordnet sind. 

8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung der 
Folie mit den einzelnen Chips (7) an zwei Anschlussflachen (8) jedes einzelnen Chips 
(7) erfolgt und die zwei Anschlussflachen (8) jeweils in unterschiedlichen Abstanden 
zu einer Seite des jeweiligen Chips (7) angeordnet sind, wobei die zwei 
Anschlussflachen (8) des jeweiligen Chips (7) diagonal versetzt angeordnet sind. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Breite der 
Anschlussflachen (8) etwa der Breite des Chips (7) entspricht und die zwei 
Anschlussflachen (8) des jeweiligen Chips (7) an gegenuberliegenden Seiten des 
jeweiligen Chips (7) angeordnet sind. 

10. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindung der 
Kontaktelemente (16) mit den einzelnen Chips (7) an vier Anschlussflachen (8) jedes 
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einzelnen Chips (7) erfolgt, wobei die Anschlussf ISchen (8) jeweils in den Ecken des 
jeweiligen Chips (7) liegen. 

1 1 . Verfahren nach einem der Anspruche 7 bis 10, gekennzeichnet durch die 

folgenden Schritte, 

Verbinden der metallisierten Kunststoff-Folie bzw. metallischen Folie mit einer Seite 
des Tragerbandes (11), 

Abroilen der Folie (16) jeweils entsprechend einer beabsichtigten Lange zwischen 
dem Tragerband und der ersten Anschlussfla.che (8), 

Verbinden der Folie (16) mit der ersten Anschlussflache (8), 

Schneiden der Folie (16). 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die metallisierte 
Kunststoff-Folie bzw. metallische Folie ein Draht ist. 

13. Verfahren nach Anspruch 11 Oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Verbinden der Chips (7) mit der metallisierten Kunststoff-Folie bzw. metallischen Folie 
durch einen Lot-, Bond- oder Klebeprozess ausgefuhrt wird. 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Schneiden der metallisierten Kunststoff-Folie bzw. metallischen Folie mittels eines 
Lasers erfolgt. 

15. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Tragerband (1 1) zur Vermeidung elektro-statischer Entladungen geerdet wird. 

16. Tragerband (11) mit einer Vielzahl von Chips (7) zur Verwendung bei der 
maschinellen Transponderherstellung, wobei das Tragerband (11) aufweist: 



ein Vielzahl etwa gleich beabstandeter Durchbruche (14) zur Aufnahme von jeweils 
einem Chip (7); 

ein doppelseitiges Klebeband (15) zur Fixierung der Chips (7) in den Durchbruchen 
(14), das auf der Unterseite und entlang des Tragerbandes (11) angebracht ist und die 
Durchbruche (14) uberspannt; und 

eine Vielzahl von Chips (7) mit zumindest einer Anschlussflache (8) die jeweils in 
Durchbruche (14) eingesetzt und durch das Klebeband (15) fixiert sind, wobei die 

zumindest eine Anschlussflache (8) des Chrps(7) jeweils mit einem Kontaktelement 
(16) eiektrisch leitend verbunden ist. 

17. Tragerband (11) mit einer Vielzahl von Chips (7) zur Verwendung bei der 
maschinellen Transponderherstellung, wobei das Tragerband (11) aufweist: 

eine metaliische bzw. metallisierte Oberflache; 

ein Vielzahl etwa gleich beabstandeter Durchbruche (14) zur Aufnahme von jeweiis 
einem Chip (7); und 

eine Vielzahl von Chips (7) mit zumindest einer Anschlussflache (8) die jeweils in 
Durchbruche (14) eingesetzt sind, wobei die 

zumindest eine Anschlussflache (8) des Chips(7) jeweils mit einem Kontaktelement 
(16) eiektrisch leitend verbunden ist und 

das Kontaktelement (16) an seinem anderen Ende mit der metallischen bzw. 
metallisierten Oberflache des Tragerbandes (11) verbunden ist. 

18. Tragerband nach Anspruch 16 Oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kontaktelemente (16) so positioniert sind, dass sie sich jeweils von dem Chip (7) zu 
den Randern des Tragerbandes (11) hin erstrecken. 
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